Arsenek boru chtodzi uktady
scalone lepiej niz diament
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Nowy potprzewodnik, arsenek boru (BAs), ma wysoka przewodnos¢
cieplng i moze by¢ zintegrowany ze wspdétczesnymi chipami, by
odprowadzi¢ z nich ciepto i poprawi¢ tym samym ich wydajnos¢.
Materiat ten lepiej rozprasza ciepto niz najlepsze dostepnie
obecne systemy do chtodzenia podzespotldéw komputerowych -
twierdzg tworcy arsenku boru.

Coraz wieksza miniaturyzacja, mozliwo$¢ umieszczenia na tej
samej powierzchni coraz wiekszej liczby tranzystordéw, oznacza,
ze procesory sg coraz szybsze. Pojawiajg sie jednak problemy z
odprowadzaniem ciepta, szczegdlnie w postaci lokalnych punktow
znacznie wyzszej temperatury. Ciepto to negatywnie wpiywa na
wydajnos¢ uktadéw.

Yongjie Hu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles
stworzyt niedawno wolny od wad arsenek boru. To materiat,
ktéry rozprasza ciepto znacznie lepiej niz inne metale i
pétprzewodniki, jak diament czy weglik krzemu. Hu i jego
koledzy wykazali tez, ze mozna go zintegrowa¢ z uktadami
scalonymi zawierajgcymi tranzystory z azotku galu. Nastepnie
przeprowadzili badania, ktére wykazaty, ze w uktadzie scalonym
ze zintegrowanym arsenkiem boru, pracujgcym z niemal
maksymalng wydajno$cia, temperatura najcieplejszych punktéw
jest znacznie nizsza niz w uktadach chtodzone za pomocg innych
materiatdw.

W czasie eksperymentéw punktowa temperatura uktaddéw scalonych
z arsenkiem boru wzrosta od temperatury pokojowej do nieco
ponizej 87 stopni Celsjusza, podczas gdy chtodzonych diamentem
wyniosta niemal 137 stopni, a chtodzonych weglikiem krzemu —
zblizy*a sie do 167 stopni Celsjusza.

~Wykazalismy, ze mozemy przetwarzac strukture BAs i integrowad
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ja z chipem o wysokiej mobilnos$ci elektronéw. To bardzo
obiecujgce rozwigzanie dla wysoko wydajnej elektroniki” — méwi
Hu.

Dodatkowg zaletg arsenku boru jest jego bardzo niski opér
cieplny na styku z innym materiat*em. To za$ oznacza, ze
transport ciepta odbywa sie szybciej niz w przypadku
konkurencyjnych rozwigzan. ,To tak, jakby ciepto mogto
przeskoczy¢ przez przeszkode, jaka stanowi styk dwéch
materiatdéw, w pordédwnaniu z dinnymi rozwigzaniami, gdzie
zwalnia, by ostroznie przeszkode przekroczy¢” — wyjasnia Hu.

Naukowcy, zacheceni wynikami swoich eksperymentdéw, planuja
teraz zintegrowa¢ swdj materiat z réznymi rodzajami obwodow i
chipami o réznej architekturze.
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